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3.1  
ball grid array 
BGA 

This correction applies to the French only. 

3.1  
boîtier matriciel à billes 
BGA 

Remplacer la note existante par la 
nouvelle note qui suit: 

NOTE Dans la présente norme, BGA signifie 
« Boîtier matriciel à billes », nom conforme 
aux normes existantes (Voir Bibliographie). 

 

 

  

 


